
UNE PARTIE DE PROBLEME DES MINES  

SUR LA DIFFUSION THERMIQUE 

 

 

Cette question est une question ouverte : elle nécessite d’élaborer un raisonnement et un modèle 

personnel permettant de la résoudre.  

 

 



 

 
 

 



 
 

 

 



 
Caractéristiques du microprocesseur 

• Température maximale de jonction : 100 °C 

• TDP : 15 W 

Les jonctions correspondent aux zones de transfert électronique dans les SC. 

Ces zones sont celles qui s’échauffent le plus et sont donc les plus fragiles. 

 

L’enveloppe thermique, ou TDP (pour Thermal Design Power), d’un semi-conducteur, exprimée en watts 

(W), est le transfert thermique vers l'extérieur dont doit pouvoir bénéficier ce composant pour 

fonctionner correctement. Le TDP d'un processeur est utile à un fabricant de système de refroidissement 

pour ordinateur. 

La finesse de gravure, la fréquence d'horloge, le nombre de transistors, la tension, la taille physique du 

semi-conducteur, influent sur le TDP. 
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